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словия проведения испытани  

сследование наде ности паяны  соединени  выполнены  сплавом  в сравнении со сплавом   Для 
исследования усто чивости паяны  соединени  к возде ствию термоударов и ме анически  нагрузок вы раны паяные 
соединения чип резиторов и   с выводами из сплава 

1. Типы испытаний
  змерение прочности на сдвиг паяны  соединени  после термоциклирования

Для чип резисторов
 онтроль изменения структуры паяны  соединени

контроль наличия трещин и появление интерметаллидов в паяном соединении
 Тест на ударную (динамическую) нагрузку (  )

Для корпусов  с выводами из сплава 
становка для испытани  на ударную нагрузку показана на фотографии

 Тест на ударную (динамическую) нагрузку 
      после ранения при повы енно  температуре (Структурный анализ) 

2. Тестируемые печатные платы
  PCB   (содержание P в подслое Ni= 7%)

  Компоненты  ип резисторы  покрытие n    
 выводы  мкм  аг mm  

Температурны  про иль указан на гра ике

3. слови  тестиров и
 Термоциклирование   ˚  и  ˚
ро иль термоциклирования показан на гра ике

   ранение при повы енно  температуре  
         ˚   часов 
4. естир е ые л ые сты
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Board Drop Tester: Shinei Technology
Model ASQ-700 (owned by Gunma Industrial Technology Center)
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Тестовые печатные платы 

 использованная для тестов 
термоциклирования 

  FR4 
ини ное ок тие:   ENIG 

Подложка:   Cu (18μm) 
Ni-P:  5μm Ni-P 
соде жание :                7% 
Толщина:   1.6mm 

Тра арет  m

а ото ни е показаны печатные платы использованные для проведения испытани  

A 
A;  1.4mm

B;  0.9mm

C;  2.2mm

B 

C 

3216R

б риты ос доч ы  
ло док дл  3216R

 использованная для тестов на 
динамическую нагрузку 

SAC305 BGA

ате иал: :    FR4 
ини ное ок тие:   ENIG 

Подложка:   Cu (18μm) 

Толщина:   1.0mm 
Количество слоев:   8 

ате иал: 

Ni-P:  5μm Ni-P 
соде жание :               7% 

Тра арет  m
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змерение прочности паяного соединения 
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зменение структуры паяны  соединени  при Т  (о разование трещин) 

оявление трещин в паяном соединении при проведении Т  
-40/+125℃ -40/+150℃ 

S3X SB6N SB6NX S3X SB6N SB6NX 
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плав  демонстрирует оль ую усто чивость к термоударам чем  
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з е е ие стр кт ры о о соеди е и  в ро ессе 
тер о иклиров и ( бр зов ие и тер ет ллидов)

Первоначально 500 циклов 1000 циклов 1500 циклов 2000 циклов 2500 циклов 3000 циклов 3500 циклов 4000 циклов 4500 циклов 5000 циклов 

-40/+125℃ 

S3X 

SB6N 
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-40/+150℃ 

S3X 

SB6N 

SB6NX 

корость о разования интерметаллидов при использовании сплава  минимальна  
лектромиграция из слоя  приводящая к о разованию интерметаллидов ( )  проявляется после  циклов  ˚  

появляются поры  иркендаля  ( rk n  o )
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Тестирование на динамическую нагрузку после 
длительного возде ствия высоки  температур 

Тест проводился для контроля прочности паяного соединения выводов  микрос ем (сплав )  Тест 
проводился после ранения смонтированно  платы при температуре   в течении  часов
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 араметры тестирования  
озде ствие  половина синусоидально  волны  x m  

ра ик возде ствия ни е
ритери  отказа  зменение контрольного напря ения ( ) на 

 оличество возде стви  до отказа 

 есто о рыва 
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печатно  платы 

плав  демонстрирует олее высокую усто чивость к ударным нагрузкам  чем сплав  
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труктура паяного соединения после тестов 
на ударную нагрузку 

нимки паяного соединения  сделанные рентгеновским луорисцентным микроскопом  

 паяном соединении  присутствует сло  с высоко  концентрацие  u повер  подлоя  ормирующи  арьер  препятствующи  
ди узии   паяном соединении  на людается ди узия  и ормирование слоя огатого  

 паяном соединении  сделанном сплавом  присутствует сло  с высоким содер анием  одер ание  в паяном соединении приводит к 
о разованию интерметаллида n u ( ) и  как результат  о разуются трещины  

 паяном соединении  сделанном сплавом  отсутствуют следы миграции  в резульате получаются паяные соединения олее высокого 
качества  
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m 

m 
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тоги 

 результате проведенны  иследовани  выявлены следующие арактерные осо енности паяного 

соединения выполненные припоем  (сплав  производства  )по ини ному покрытию  

аличие взаимоде ствия ме ду n и  в подслое  в ини ном покрытии  преводящем к ди узии  

аличие ди узии  в паяное содинение  с о разованием слоя с высоким содер анием 

аличие о огащенного  слоя практически не влияет на наде ность паяного соединения при возде ствии статически

нагрузок (подтве дается термоциклированием)  но резко сни ает наде ность при возде ствии динамически  нагрузок

(по результатам тестов на ударную нагрузку)

 данно  статье преведены результаты тестирования сплава  показывающего олее высокую наде ность   

плав  о разует паяное соединение высого качества (наде ности) на ини ном покрытии  лагодаря включению в 

состав сплава элемента ( )  

ри па ке сплавом  по ини ному покрытию  не о разуется о огащенны   сло  в котором о разуются 

интерметаллиды  плав  о разует олее наде ные паяные соединения по сравнению со сплавом  

BGA Joint Defect Observed at Sagem




